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全球半导体行业周报

AMD 数据中心放量、全球销售跃迁、HBM 规格约束与光互连合规风险的产业链观察
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本期总判断

本周全球半导体主线从“AI 需求强”推进到“AI 需求改变产品规格、供应链地理和资本回报约束”。AMD Q2 数据中心收

入同比翻倍，SIA/WSTS 确认 Q2 全球销售环比大幅增长；TrendForce 对 DRAM/HBM4e 和光模块制造地理的判断显

示，内存供应、光互连政策和原产地追溯正在成为 AI 服务器出货的硬约束。美国多晶硅进口行动与 BIS 出口管制提示把政

策边界延伸到材料、云访问和供应链转移，企业需要以良率、客户认证、订单合规和现金流回报四类指标管理新一轮周期。

执行摘要入口：本期建议优先阅读“重大事件矩阵”“产业链穿透框架”“供应链瓶颈与验证指标”和“政策、出口管制与供应链安

全”。
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一、执行摘要：六个关键变化

AMD 数据中心业务进入更高增长验证期。Q2 数据中心收入 67 亿美元、同比增长 107%，Q3 收入指引约 130 亿美元，AI 加

速卡、EPYC 与 rack-scale 方案成为下半年核心变量。

全球半导体总量指标继续跃迁。SIA 公布 Q2 全球销售 4033 亿美元，6 月销售 1345 亿美元、同比增长 123.6%，行业景气从

龙头财报扩展到总量口径。

HBM 从价值增量环节升级为产品规格约束。TrendForce 判断 DRAM 2027 年仍紧，HBM4e 验证和良率影响 Rubin Ultra 与

自研 ASIC 的内存配置选择。

AI 光互连进入政策敏感区。中国供应商约占全球光模块合同制造能力 56%，潜在 FCC 限制可能影响光模块、CPO/NPO、交换

机认证和客户供应商名单。

政策边界延伸到材料和基础供应。美国多晶硅行动显示供应链安全从芯片、设备扩展到基础材料，InP、外延、硅片和高纯材料的

原产地管理重要性上升。

资本市场从单纯 AI 叙事转向验证表。美国半导体板块反弹，但 AMD、ARM、Micron 等标的显示估值对毛利、供应约束、HBM

配置和客户 capex 更敏感。
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二、本周重大事件矩阵

事件 链条位置 产业含义 核验状态

AMD 发布 2Q26 结果：收入 115 亿美元，同

比增长 50%；数据中心收入 67 亿美元，同比

增长 107%；Q3 收入指引约 130 亿美元。

GPU/CPU、AI 加速卡、服

务器、客户端

AMD 用数据中心业务证明 AI 加速卡与 EPYC 服务器

CPU 的双重拉动，Q3 指引把下半年 AI 服务器订单推

到更高验证强度。

高：AMD IR

SIA 公布 Q2 2026 全球半导体销售 4033 亿

美元，环比 Q1 增长 35.1%；6 月销售 1345

亿美元，同比增 123.6%、环比增 9.7%。

全球市场、存储、逻辑、区

域需求

全球销售从 AI 设备链扩展为行业总量跃迁，存储、先

进逻辑、AI 服务器和区域化资本开支共同驱动行业规

模重估。

高：SIA/WSTS

TrendForce 判断 2027 年 DRAM 供应仍偏

紧，HBM4e 验证节奏存在不确定性，AI 芯片

厂商开始评估降低下一代产品 HBM 配置。

HBM、DRAM、Rubin

Ultra、ASIC

HBM 约束已从价格问题升级为产品规格和出货量约

束，AI GPU/ASIC 的性能、良率、成本和上市节奏都

受内存供应影响。

高：TrendForce

TrendForce 称中国供应商约占 2026 年全球

光模块合同制造能力 56%，潜在美国 FCC 限

制可能延伸至 CPO/NPO 与交换机供应链。

光互连、光模块、

CPO/NPO、AI 数据中心

AI 数据中心互连供应链的政策风险上升，短期脱钩难

度高，长期订单可能推动东南亚、美国和非中国零部

件追溯体系建设。

高：TrendForce；

政策提案待官方落地

NVIDIA Newsroom 披露 Firebird 在亚美尼亚

启动 CIS 区域最大 AI factory，采用 NVIDIA

accelerated computing 与 Dell 基础设施。

AI factory、GPU、服务

器、主权 AI、区域算力

AI factory 地域扩散从美韩中台扩展到新兴区域，主

权 AI 与区域云厂商正在成为算力芯片、服务器和运维

生态的新增需求源。

高：NVIDIA

Newsroom

美国发布多晶硅及其衍生品进口调整行动，白宫

称多晶硅是半导体与太阳能供应链安全基础材

料。

材料、硅片、供应链安全、

关税

半导体政策从芯片和设备延伸到基础材料，材料成

本、原产地、追溯与库存策略会进入更多企业的供应

链安全框架。

高：White House

BIS 继续提示海外 AI 芯片、PRC advanced

computing ICs、模型训练/推理用途和供应链

转移风险。

出口管制、AI 芯片、云访

问、客户尽调

出口管制从实体和产品清单延伸到用途、云服务权

限、转口路径和售后服务，企业订单管理需要嵌入合

规判断。

高：BIS

TSMC 财务日历显示 8 月 10 日将披露月度销

售；2026 年 1-6 月累计收入 2.404 万亿新台

币，同比增长 35.6%。

晶圆制造、先进制程、

CoWoS、月度需求

台积电 7 月销售是验证 AI 订单、先进封装排产和智

能手机季节性需求的近端信号，本期列为下周前置跟

踪项。

高：TSMC IR；7 月

数值待披露
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三、区域与产业链观察

美国：AI 基础设施进入财报、政策和合规三重检验

AMD 财报确认 AI 加速卡和服务器 CPU 需求强度，NVIDIA 区域 AI factory 继续扩散，Broadcom 将在 9 月披露 Q3 结果。美国

政策同时覆盖 AI 芯片出口、云训练/推理用途、多晶硅基础材料和供应链转移，企业的销售、法务、供应链和信息安全部门需要共同

管理订单边界。

中国大陆：中国光互连制造能力成为全球供应链变量

TrendForce 对中国光模块合同制造能力占比的判断，使中国光互连、封测、材料和东南亚转移能力成为 AI 数据中心供应链的重要变

量。长鑫科技上市后，DRAM、设备、材料和封测仍是资本市场的高敏感链条；SMIC、华虹即将进入 Q2 业绩说明窗口。

中国台湾与韩国：先进制造和 HBM 约束继续决定全球 AI 芯片节奏

TSMC 月度销售、CoWoS/SoIC 排产和先进节点良率是 AI 服务器订单的近端验证。韩国存储链条继续掌握 HBM4/HBM4e、普通

DRAM 和 MLCC 的定价能力，后续重点落在客户认证、长期协议和 wafer 分配。

日本、欧洲与东南亚：设备材料、功率器件和替代产能形成配套支点

日本设备材料、MLCC、精密零部件和硅片继续受益于 AI 与先进制造；欧洲以 ASML、ASM、功率半导体和汽车芯片体现结构韧

性；东南亚在光模块、封测、服务器组装和供应链冗余中承担更高合规价值。
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四、产业链穿透框架

链条位置 代表主体 本周穿透判断 后续验证指标

AI 算力芯片/ASIC NVIDIA、AMD、Broadcom、

Marvell、Qualcomm、海光信

息、寒武纪

AMD 数据中心收入 67 亿美元、NVIDIA 区域 AI factory

扩散、CSP 自研 ASIC 产能规划共同确认 AI 芯片需求仍

强。

AMD Q3 执行、NVIDIA 8 月

26 日财报、CSP capex、HBM

配额、出口许可

晶圆制造/先进制程 TSMC、Samsung、Intel、

SMIC、华虹

TSMC 7 月度销售待披露；AMD 高端产品和 AI rack-

scale 方案继续依赖先进节点、先进封装与高良率制造。

TSMC 月度销售、2nm/18A

tape-out、Samsung Foundry

客户、SMIC/华虹 Q2 结果

存

储/HBM/DRAM/NAND

SK hynix、Samsung、

Micron、长鑫科技、长江存储、

武汉新芯

HBM 和普通 DRAM 供应紧张开始影响下一代 AI 芯片规

格选择；NAND 相比 DRAM 的中期供给压力较低。

HBM4e 认证、HBM bit

shipment、DRAM 合约价、

CXMT 募投、NAND 库存

先进封装/封测 TSMC、ASE、Amkor、长电科

技、通富微电、华天科技

AI GPU、AMD Helios、CPO/NPO、HBM base die 和

高速测试继续抬高 2.5D/3D 封装与测试价值量。

CoWoS/SoIC/FOPLP 产能、

封装良率、探针卡交期、客户认

证

光互连/网络 NVIDIA、Broadcom、

Marvell、中际旭创、新易盛、

Coherent、Lumentum

中国光模块制造能力占比高使 AI 数据中心互连成为政策敏

感链条，CPO/NPO 可能成为供应链重构的下一层。

FCC 提案文本、客户 AVL、

EML/CW laser 产能、东南亚转

移

设备/材料/零部件 ASML、AMAT、Lam、KLA、

TEL、ASM、中微公司、北方华

创

SIA 销售跃迁和 HBM/先进节点扩产支撑设备需求，多晶

硅、InP、前驱体、真空阀和射频电源等材料零部件风险上

升。

设备订单积压、区域收入、关键

备件、材料价格、出口管制

终端需求 云厂商、AI PC/手机、汽车电

子、工业、机器人

AI 服务器仍是主需求；客户端与汽车电子受内存、光互

连、功率器件和高规格被动件成本影响。

云 capex、AI server 出货、

PC/手机 BOM、车规订单、库

存周转
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五、供应链瓶颈、价值增量环节与验证指标

瓶颈 形成原因 价值增量环节 代表企业 后续验证点

HBM4e 验证与 DRAM

wafer 分配

AI GPU/ASIC 对 HBM 容量和 I/O

速度要求上升，普通 DRAM 供应偏

紧限制 HBM 扩产弹性。

HBM4/HBM4e、TSV、KGD

测试、base die、长期供货协议

SK hynix、Samsung、

Micron、TSMC、ASE

HBM4e validation、

HBM bit shipment、

DRAM 合约价、Rubin

Ultra 最终配置

AI 光互连供应链合规 美国潜在限制可能从光模块厂商扩展

到 CPO/NPO 光引擎和交换机认证。

EML/CW laser、InP 衬底、光

模块封测、CPO/NPO 设计、原

产地追溯

中际旭创、新易盛、

CIG、Coherent、

Lumentum、Broadcom

FCC 正式文件、客户供应

商名单、东南亚产能、关

键零部件非中国来源

先进封装与测试 AI rack-scale、HBM 和高速网络提

升封装层数、测试覆盖率和热管理复

杂度。

CoWoS/SoIC/FOPLP、探针

卡、ATE、系统级测试、液冷接

口

TSMC、ASE、Amkor、

Teradyne、

Advantest、长电科技

封装 capex、良率、交

期、客户认证、测试设备

收入

材料与基础供应安全 美国多晶硅行动显示政策正在覆盖上

游基础材料，AI 光互连仍依赖 InP 和

外延能力。

多晶硅、硅片、InP、外延片、

前驱体、高纯化学品、过滤

Hemlock、Wacker、

SUMCO、Shin-Etsu、

Entegris、AIXTRON

关税执行日期、价格、库

存、客户认证、替代来源

AI capex 回报周期 云厂商资本开支持续扩张，芯片供应

需要与现金流、折旧和 AI 服务收入匹

配。

长期采购协议、融资结构、

GPU/ASIC 利用率、数据中心运

维

Microsoft、Amazon、

Meta、Google、

Oracle、NVIDIA、AMD

CSP capex、FCF、AI

revenue、机柜上线率、

订单取消率

出口管制与云访问权限 BIS 将 PRC advanced computing

ICs、美国 AI 芯片训练推理用途和转

口规避风险纳入提示。

客户尽调、用途审查、转售限

制、云服务权限、售后合规

NVIDIA、AMD、云厂

商、服务器 ODM、

EDA/IP 厂商

BIS/EAR 更新、许可证、

合同条款、SEC 风险披露

六、政策、出口管制、制裁、关税、补贴与供应链安全

BIS 对海外 AI 芯片、PRC advanced computing ICs、美国 AI 芯片用于中国模型训练/推理和供应链转移风险保持提示。企业合规

系统应覆盖客户准入、用途审查、模型训练场景、云访问权限、转售限制、售后服务和日志留存。

美国多晶硅进口行动把供应链安全扩展到上游基础材料。多晶硅、硅片、InP 衬底、外延片、高纯化学品和关键设备零部件需要进入企

业采购风险图谱，合同中应明确原产地、追溯、替代来源和不可抗力条款。

潜在 FCC 光互连限制仍未形成正式文本，当前应作为待跟踪信号处理。若覆盖新型号光模块、CPO/NPO 光引擎或交换机认证，北美

CSP、网络设备商、中国光模块厂和东南亚代工产能都将受到影响。

七、技术与产品趋势

先进制程：TSMC 2nm、Samsung 2nm HPC、Intel 18A 和 SMIC 成熟/特色制程分别承担高端性能、区域化制造和国产替代

角色。

EUV/High-NA EUV：ASML 的 EUV 与 High-NA EUV 仍是先进逻辑关键屏障，DUV 国产化报道以官方披露、客户验证和良率

数据为核验依据。

HBM/DRAM/NAND：HBM4e 验证、DRAM wafer 分配和普通服务器 DRAM 价格共同决定 AI 芯片规格与交付；NAND 相比

DRAM 的中期供给弹性更高。

Chiplet 与 2.5D/3D 封装：GPU、ASIC、HBM base die、CPO/NPO 和高速交换芯片继续抬高 CoWoS、SoIC、FOPLP、混

合键合与系统级测试价值。

光互连/网络：800G、1.6T、CPO、NPO、EML/CW laser 与 InP 供应成为 AI 数据中心扩展的关键约束。
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化合物半导体与功率器件：SiC/GaN、InP 和光电材料进入供应链安全视野，汽车、光互连和能源系统共同拉动长期需求。

汽车芯片与端侧 AI：Qualcomm、NXP、Infineon、Renesas、TI 仍围绕座舱、智驾、功率、MCU 和边缘 AI 展开长期竞争。

EDA/IP 与设计自动化：AI ASIC、chiplet、Arm Neoverse、EDA AI、仿真和验证自动化提高设计平台粘性。
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八、半导体装备制造链专题

本周装备链的核心判断是：设备需求不只来自新增晶圆厂，也来自 AI 芯片规格复杂化。HBM4e、先进逻辑、CPO/NPO、光互连和

系统级测试把设备价值增量从前道扩展到封装测试、材料与零部件。设备国产替代的评价标准应回到客户重复订单、可用率、备件寿

命、良率贡献和跨批次稳定性。

环节 主要设备/能力 本周判断 核心零部件与瓶颈

光刻 EUV/High-NA EUV、浸没式

DUV、涂胶显影、掩模

TSMC 月度销售与先进节点订单仍是光刻需求的近端验

证；国产 DUV 报道继续列为待核验信号。

光源、投影物镜、工件台、掩模、

计算光刻、服务能力

刻蚀 介质刻蚀、硅刻蚀、深硅刻蚀、先

进封装刻蚀

HBM、3D NAND、GAA、CPO/NPO 和先进封装继续

增加刻蚀步骤与腔体复杂度。

射频电源、腔体材料、等离子控

制、边缘均匀性

薄膜沉积 ALD、Epi、CVD、PVD 先进逻辑、HBM base die、功率器件和光互连外延需求

提高薄膜设备和材料协同价值。

前驱体、温控、膜厚均匀性、颗粒

控制、外延片

离子注入/热处理 高能注入、退火、氧化扩散 成熟制程、功率器件和特色工艺需求稳定，国产替代以客

户工艺窗口和稳定运行时间为验证依据。

束流控制、真空系统、热场均匀

性、工艺重复性

清洗/CMP 单片清洗、批式清洗、CMP HBM 与高层数 NAND 对颗粒、金属污染和平坦化提出

更严格要求。

浆料、垫片、化学品、高纯过滤、

废液处理

检测量测 缺陷检测、CD-SEM、overlay、光

学计量

先进节点和 HBM 良率约束强化过程控制价值；KLA、

AMAT、Hitachi High-Tech 仍处高端壁垒环节。

灵敏度、吞吐、AI 缺陷分类、数据

闭环

封装/测试设备 键合、临时键合、减薄、切割、探

针、ATE

AI rack-scale 与 HBM4e 不确定性使封装测试从后段配

套升级为产品上市节奏决定因素。

探针卡、热控制、并行测试、系统

级验证、翘曲控制
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九、重点企业动态

企业/板块 本周观察 后续验证点

NVIDIA 本周重点是 AI factory 区域扩散和 8 月 26 日财报前的订单验证；TrendForce

称 Rubin Ultra 正评估不同 HBM 配置，内存约束成为下一代平台变量。

Q2 FY27 财报、Rubin HBM 配

置、GB/VR rack 出货、出口许可

AMD 2Q26 收入 115 亿美元，数据中心收入 67 亿美元、同比增长 107%；Q3 收入

指引约 130 亿美元。

MI400/Helios 订单、EPYC 服务

器需求、毛利率、客户集中度

TSMC 8 月 10 日月度销售为近端观察点；上半年累计收入 2.404 万亿新台币，同比增

长 35.6%。

7 月销售、CoWoS/SoIC 扩产、

2nm 良率、客户定价

Samsung / SK hynix / Micron HBM4、HBM4e、DRAM wafer 分配和长期协议决定存储链盈利能力；

TrendForce 判断 2027 年 DRAM 仍紧。

HBM4e 认证、HBM bit

shipment、DRAM 合约价、

NAND 供需

Intel Q2 结果后，18A、Foundry 客户导入、资本开支纪律和美国制造项目节奏仍是核

心验证项。

18A tape-out、Foundry 利用

率、Ohio 节点、毛利修复

Broadcom / Marvell /

Qualcomm

Broadcom 下一次财报定于 9 月 2 日；Marvell 和 Broadcom 受益于网络与定

制 ASIC；Qualcomm 关注 Dragonfly C1000、汽车和端侧 AI。

ASIC backlog、CPO switch、AI

data center CPU、汽车订单

ASML / AMAT / Lam / KLA /

TEL / ASM

设备链由 SIA 总量、HBM/先进节点和光互连重构共同支撑；光刻、刻蚀、沉积、

检测量测和服务收入仍是高壁垒环节。

订单积压、中国收入占比、出口管

制、交付周期

Synopsys / Cadence / Arm EDA/IP 价值受 AI ASIC、chiplet、系统仿真和 Arm-based AI infrastructure

拉动；Arm 前期 Q1 结果显示数据中心 royalties 加速。

EDA AI、IP 授权、客户 tape-

out、Q3 财报窗口

SMIC / 华虹 / 中微公司 / 北方华

创

SMIC、华虹 8 月中旬进入 Q2 结果窗口；国产设备链受存储、成熟制程、出口管

制和国产 DUV 报道影响。

Q2 业绩、重复订单、设备寿命、客

户工艺窗口

长鑫科技 / 长江存储 / 武汉新芯 长鑫上市后继续作为中国 DRAM 资本市场锚点；长江存储、武汉新芯受 NAND、

特色存储和供应链国产化影响。

募投执行、客户结构、良率、价格

和库存

长电科技 / 通富微电 / 华天科技 先进封装和 AI/HPC 客户认证仍是中国封测企业价值增量来源，传统消费电子封测

受成本与库存影响。

先进封装订单、海外客户、毛利

率、产能利用率

兆易创新 / 寒武纪 / 海光信息 国产存储、AI 算力和服务器 CPU/加速器是 A 股半导体风险偏好的核心映射。 产品放量、客户订单、供应约束、

估值波动

十、投资、并购、融资、IPO、产能建设与客户订单

类型 代表事项 产业影响 验证口径

AI 服务器订单 AMD Q2 数据中心收入同比增长 107%，Q3 指引

继续提高。

AI 加速卡、服务器 CPU、HBM、先进封装和

ODM 出货形成联动需求。

AMD IR、客户订单、Q3

结果

区域 AI factory Firebird 在亚美尼亚启动 CIS 区域最大 AI

factory。

主权 AI 和区域云厂商成为 GPU、服务器、网络

和运维生态新增需求。

NVIDIA Newsroom、项

目建设节点

光互连供应链 TrendForce 披露中国光模块合同制造能力约

56%。

北美客户可能推动东南亚/美国制造和关键零部件

非中国来源。

FCC 文件、客户 AVL、

产能转移

材料政策 美国多晶硅进口行动。 硅基材料、太阳能与半导体供应链安全共同进入

政策框架。

White House、关税执

行、价格
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类型 代表事项 产业影响 验证口径

资本市场/IPO 长鑫科技上市后继续影响中国 DRAM 与设备链估

值。

中国存储融资、国产设备和封测订单获得更高资

本市场关注。

上交所公告、募投项目、

定期报告

业绩窗口 TSMC 月度销售、SMIC/华虹 Q2 说明会、NVIDIA

8 月 26 日财报、Broadcom 9 月 2 日财报。

未来三周将密集验证先进制造、AI 芯片、国产制

造和 ASIC/网络链条。

公司 IR、交易所公告
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十一、资本市场表现快照

口径说明：美股采用 OpenAI Finance/Yahoo Finance 最新可得 2026-08-07 收盘附近报价；亚洲和欧洲本币标的以交易所最终收盘为准，部分区域仅作方向

性说明。本表用于产业观察，不构成投资建议。

市场 代表标的 币种 涨跌区间/最新反应 数据来源口径

美国 SOXX、NVDA、AMD、MU、ASML

ADR、TSM ADR、LRCX、KLAC、

QCOM、AVGO、ARM

美元 2026-08-07 最新可得：SOXX 543.27、约

+2.03%；NVDA 223.96、+2.25%；AMD

483.36、-1.19%；MU 877.57、-0.38%；ASML

ADR 1740.99、+2.21%；TSM ADR

420.04、+0.44%；QCOM +4.63%；ARM

-1.36%。

OpenAI Finance /

Yahoo Finance；单

日口径

中国大陆 长鑫科技、SMIC、中微公司、北方华

创、寒武纪、海光信息、兆易创新

人民币 长鑫上市后继续带动 DRAM、设备、材料和封测链

条交易热度；SMIC 与华虹 Q2 结果窗口临近。

上交所/深交所/公开行

情；非投资建议

香港 SMIC H 股、华虹半导体、上海复旦、

ASMPT

港元 港股半导体受 A 股国产化热度、外资风险偏好和美

股 AI 交易共同影响。

港交所、公开行情

中国台湾 TSMC、ASE、联发科、日月光投控、

台达电

新台币/美元

ADR

TSM ADR 最新可得 420.04 美元；本币市场等待

8 月 10 日月度销售和台交所最终收盘。

TSMC IR、Yahoo

Finance、台交所待复

核

韩国 Samsung Electronics、SK hynix、

SEMCO

韩元 HBM 和 DRAM 基本面仍强，但 Rubin HBM 配置

调整预期使存储股估值对客户规格变化更敏感。

KRX、公司公告、

TrendForce

日本 Tokyo Electron、Disco、

Lasertec、Renesas、Murata、

Taiyo Yuden

日元 设备材料股继续受先进节点、MLCC、HBM 和光互

连材料影响。

TSE、公开行情、

TrendForce

欧洲 ASML、ASM International、

Infineon、STMicroelectronics

欧元/美元 ADR ASML ADR 最新可得 1740.99 美元；多晶硅、汽

车芯片和功率器件是欧洲链条重要变量。

公司 IR、Yahoo

Finance
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十二、管理观察与行动建议

战略：把 AI 算力、HBM、光互连、先进封装、设备材料和国产替代拆成不同投资假设，分别配置客户、良率、供应链和合规指

标。

组织管理：AI 半导体项目应设立研发、工艺、供应链、质量、法务合规、财务和客户工程联合 PMO，集中处理规格变更和交付风

险。

数字化与 AI 应用：优先建设良率数据闭环、设备异常预测、供应链原产地追溯、出口管制规则引擎和客户认证知识库。

供应链管理：对 HBM、InP、EML/CW laser、探针卡、硅片、多晶硅、前驱体、真空阀和射频电源建立二级供应商地图。

研发管理：将 HBM 配置、封装热设计、系统级测试、良率爬坡和 BOM 成本纳入同一技术评审节奏。

制造运营：设备可用率、OEE、平均修复时间、备件寿命和跨班组知识复盘应成为扩产期间的硬指标。

全球化经营：出口管制、关税、FCC 认证、客户用途和云服务权限应进入合同、CRM、订单审批和售后服务流程。

十三、供需、价格、库存、产能利用率、资源配置与风险信号

维度 当前判断 风险信号 验证指标

AI 服务器需求 AMD、NVIDIA 和 TrendForce 口径显示 AI

server 与 CSP capex 仍强。

云厂商 capex 下修、机柜上线延迟、

GPU/ASIC 利用率不足。

CSP capex、AI server 出货、ODM

订单、数据中心并网

HBM/DRAM DRAM 2027 年偏紧，HBM4e 验证和 wafer

分配约束 AI 芯片规格。

HBM4e 延期、价格过快上涨、AI 芯片

降配、普通 DRAM 挤压终端需求。

TrendForce、供应商 LTAs、合约

价、HBM bit shipment

NAND/eSSD AI eSSD 支撑需求，但中期供给弹性强于

DRAM。

新增产能释放、消费电子库存回升、价

格涨幅放缓。

NAND contract price、eSSD 订单、

库存周转

光互连 中国光模块制造占比高，潜在限制提升订单转移

和原产地追溯需求。

FCC 正式限制、客户删除供应商、

InP/laser 供应被反制。

FCC 文本、客户 AVL、东南亚产能、

InP 外延供给

设备/材料 AI 与先进制造支撑设备，材料政策风险上升。 出口限制升级、材料价格上行、关键零

部件交期拉长。

设备 backlog、材料价格、备件交期、

客户验收

人才/能源 AI 数据中心和晶圆厂共同争夺工程人才、电力、

水、冷却和园区资源。

项目延期、PUE 不达标、招聘缺口、能

源价格上行。

招聘、并网、PUE、厂务指标、建设节

点

十四、半导体知识点

知识点一：HBM 配置降级

一句话定义：HBM 配置降级是芯片厂在内存供应、良率、功耗或成本受限时，降低 HBM 堆叠层数、容量或代际规格的产品取舍。

为什么本周重要：TrendForce 称 NVIDIA 和部分 CSP 正评估下一代 AI 芯片较低 HBM 配置，说明内存不再只是采购价格问题，而

是直接影响芯片性能和出货。

企业/投资/管理含义：AI 芯片项目应把 HBM 供应、封装良率、热设计、客户性能承诺和上市时间放在同一决策表中管理。

知识点二：光互连原产地合规

一句话定义：光互连原产地合规是对光模块、光引擎、激光器、InP 外延、固件和测试流程的制造地点、控制主体和可追溯性进行合规

管理。
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为什么本周重要：TrendForce 估算中国光模块合同制造能力约占全球 56%，潜在美国限制可能影响 AI 数据中心网络供应。

企业/投资/管理含义：光模块企业的海外产能并不等同于合规充分，关键零部件来源、固件开发、测试系统和客户认证同样需要独立可

追溯。

十五、下周待跟踪信号

TSMC 2026 年 7 月度销售正式数值、AI 与手机季节性需求变化。

SMIC、华虹 Q2 结果及说明会对产能利用率、成熟制程价格和客户需求的表述。

NVIDIA 8 月 26 日财报前的 GB/VR rack、Rubin HBM 配置、出口许可和订单信号。

FCC 光模块限制提案是否形成正式文件，范围是否覆盖 CPO/NPO、交换机和已认证产品。

BIS、白宫、欧盟、荷兰、日本和韩国关于 AI 芯片、设备、材料和云访问的政策更新。

TrendForce、SIA/WSTS、SEMI 对 DRAM、NAND、HBM、光互连、设备和 AI server 的最新口径。

长鑫科技上市后公告、募投项目、客户结构和中国 DRAM 价格影响。
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十六、来源附录与链接

来源分层：公司公告、投资者关系材料、政府/监管/交易所公告和产业机构公开数据优先；媒体报道用于交叉核验和待跟踪信号。未经官方确认的国产 DUV、客户

订单或限制提案未作为确定事实写入结论。

来源 日期 用途 链接

AMD 2026-

08-04

Q2 2026

financial

results; Data

Center

revenue and

Q3 outlook

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1295/amd-

reports-second-quarter-2026-financial-results

SIA 2026-

08-06

Q2 2026 and

June 2026

global

semiconductor

sales

https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-

35-1-from-q1-2026-to-q2-2026/

WSTS 2026-

08-06

Q2 2026

semiconductor

market data

reference

https://www.wsts.org/76/Recent-News-Release

TrendForce 2026-

08-04

DRAM

tightness,

HBM4e

validation and

Rubin Ultra

HBM

configuration

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260804-13166.html

TrendForce 2026-

08-05

China optical

module

manufacturing

share and

potential U.S.

restrictions

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260805-13169.html

TrendForce 2026-

08-03

AI server

shipments and

CSP capex

forecast

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260803-13161.html

NVIDIA Newsroom 2026-

08-06

Firebird CIS

region AI

factory in

Armenia

https://nvidianews.nvidia.com/news/latest

White House 2026-

08-06

Adjusting

imports of

polysilicon and

derivatives

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/adjusting-

imports-of-polysilicon-and-its-derivatives-into-the-united-states/

BIS 2026-

08

Export control

news and AI

chip guidance

https://www.bis.gov/news-updates

百思特变革研究院半导体智库 | 全球半导体产业动态
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https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1295/amd-reports-second-quarter-2026-financial-results
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1295/amd-reports-second-quarter-2026-financial-results
https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-35-1-from-q1-2026-to-q2-2026/
https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-35-1-from-q1-2026-to-q2-2026/
https://www.wsts.org/76/Recent-News-Release
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260804-13166.html
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260805-13169.html
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260803-13161.html
https://nvidianews.nvidia.com/news/latest
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/adjusting-imports-of-polysilicon-and-its-derivatives-into-the-united-states/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/adjusting-imports-of-polysilicon-and-its-derivatives-into-the-united-states/
https://www.bis.gov/news-updates


来源 日期 用途 链接

TSMC IR 2026-

08-10

Financial

calendar and

2026 monthly

revenue page

https://investor.tsmc.com/english/financial-calendar

TSMC IR 2026 2026 monthly

revenue table

https://investor.tsmc.com/english/monthly-revenue/2026

Broadcom IR 2026-

08-03

Q3 FY26

earnings date

https://investors.broadcom.com/financial-information/financial-news-

releases

Arm Newsroom 2026-

07-29

Q1 FYE27

revenue and

data center

royalty

reference

https://newsroom.arm.com/news/arm-q1-fye27-results

SMIC / Sina disclosure mirror 2026-

07-31

SMIC Q2 2026

results

conference

notice

https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?

id=12469440&stockid=688981

Hua Hong Grace 2026-

08

2026 Q2

results

meeting

calendar

https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php

OpenAI Finance / Yahoo Finance 2026-

08-07

Representative

semiconductor

equity quote

pages

https://finance.yahoo.com/

Reuters/AP/FT/WSJ/Nikkei/DigiTimes/EE

Times/SemiEngineering

2026-

08

Media and

specialist

cross-checks

for policy,

supply-chain

and market

reaction

signals

https://www.reuters.com/technology/
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https://newsroom.arm.com/news/arm-q1-fye27-results
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12469440&stockid=688981
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